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1 介绍 

本文概述了LPC55xx和MCX Nx4x芯片之间的差异，并指导用户如何从LPC55xx迁移到MCX Nx4x。这两种芯片
之间的迁移需要进行软件更改。

本文详述了从LPC55xx迁移到MCX Nx4x所需的具体更改，并以LPC553x、LPC556x和MCX Nx4x为例进行阐释。 

本指南与nxp.com.cn官网上提供的相关芯片特定的硬件文档，如数据手册、参考手册和应用笔记等一起发布。 

2 芯片比较 

本章节比较了LPC553x、LPC556x和MCX Nx4x芯片的主要特性。 

2.1 MCX Nx4x系列概述 
MCX Nx4x芯片基于Arm Cortex-M33双核，运行速度高达150MHz，适用于工业和消费类物联网应用。它具有
三大特性：

• 高度安全：Armv8-M的TrustZone技术，安全启动/更新ROM，以及恩智浦EdgeLock安全子系统(ELS) S50
黑盒安全飞地，提供密钥存储和加密算法，可防止侧信道攻击以及内部/外部篡改事件。此外，该芯片还支持
闪存加密、带即时PRINCE解密功能的外部存储器接口，以及硬件物理不可克隆功能（PUF）和工厂信任根编程
等选项。

• 工业优势：支持工业通信协议、15年长期供货计划、高分辨率混合信号模拟功能、CAN-FD、BLDC/PMSM电
机控制、集成传感器接口（MIPI-I3C、I2C、SPI）。

• 高效节能：

– 活动电流消耗低于75μA/MHz，
– 启用RTC且保留8kB SRAM的掉电模式下，电流消耗低于10μA，
– 启用RTC且保留8kB SRAM的深度掉电模式下，电流消耗低于2.5μA。

2.2 LPC55xx系列概述 
所有LPC55Sxx/LPC55xx系列器件均基于Arm Cortex-M33内核，并配备PowerQuad加速器和CASPE加速器。
型号名称中间的S表示该器件提供了更多安全特性，如支持TrustZone技术。 
• 高效节能：

– 活动电流消耗低于82μA/MHz
– 启用RTC且保留8kB SRAM的掉电模式下，电流消耗低于8μA
– 启用RTC且保留4kB SRAM的深度掉电模式下，电流消耗低于2.5μA

2.3 总体比较 
表1. MCX Nx4x和LPC55xx的总体比较 
特性 LPC55S69 LPC55S36 MCX N947 
CPU内核平台 M33 @150 MHz 2 1 2 

协处理器

PowerQuad (DSP) 有 有 有

Smart DMA — — 有

NPU — — 有

https://www.nxp.com.cn
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表1. MCX Nx4x和LPC55xx的总体比较（续） 
特性 LPC55S69 LPC55S36 MCX N947 

 CoolFlux DSP — — 有 

CASPER 有 — — 

存储器 

闪存 640kB 256kB 2MB，双存储区 

闪存缓存 — 8kB 16kB 

SRAM 320kB 高达112kB，无ECC 高达480kB，无
ECC 

SRAM ECC — 16kB 32kB 

FlexSPI — 
有，带8kB缓存，
支持XIP、八线/四线
SPI 

有，带16kB缓存，
支持XIP、八线/四线
SPI 

ROM 有 有 有 

安全 

EdgeLock — — EdgeLock 50 B 

安全密钥管理 PUF PUF/UDF PUF/UDF 

安全子系统 — 有 有 

防篡改引脚 — 4个引脚 8个引脚 

通用系统 
DMA 2个 (22通道/10通

道) 
2个 (52通道/16通
道) 

2个 (每个16通道) 

CRC 有 有 有 

时钟 

FRO-1 MHz 有 有 — 

FRO-12 MHz — — 有 

FRO-96/12 MHz 有 有 — 

FRO-144 MHz — — 有 

FRO-16 kHz — — 有 

FRO-32 kHz 有 有 — 

32kHz低功耗晶体振荡器 有，带电容器组 有，带电容器组 有，带电容器组 

外部晶体振荡器 16MHz至32MHz，
带电容器组 

16MHz至32MHz，
带电容器组 

16MHz至50MHz低
功耗晶体振荡器  

PLL 2个 2个 2个 

通信接口 

USART 
10个Flexcomm，
每个都支持SPI、
I2C、USART和I2S 

8个Flexcomm，
每个都支持SPI、
I2C、USART和I2S 

10个低功耗
Flexcomm，每个
都支持SPI、I2C、
UART 

SPI 

I2C 

I2S/SAI 2个SAI 

高速SPI 1个，50MHz 1个，50MHz — 

I3C — 1个 2个 

eSPI — — 1个 
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表1. MCX Nx4x和LPC55xx的总体比较（续） 
特性 LPC55S69 LPC55S36 MCX N947 

 SPI滤波器 — 1个 有 

FlexIO — — 1个 

EVM智能卡 — — 2个 

CAN-FD — 1个 2个 

高速USB 1个 (设备/主机) — 1个 (设备/主机) 

全速USB 1个 (设备/主机) 1个 (无晶振的设备) 1个 (设备/主机) 

uSDHC 1个 — 1个 

以太网 — — 1个 

模拟 

ADC 

1个16位，
1.0Msps，支持5个
差分输入或10个单
端输入 

4个单端输入16位，
2.0Msps 

4个单端输入16位，
2.0Msps 

2个差分输入16位，
2.0Msps 

2个差分输入16位，
2.0Msps 

4个单端输入12位， 
3.2Msps 

4个单端输入12位，
3.16Msps 

2个差分输入12位， 
3.2Msps 

2个差分输入12位，
3.16Msps 

DAC — 3个12位，1Msps 
2个12位，1Msps  
1个14位，5Msps 

比较器 1个，带5个输入 — — 

高速比较器 — 3个 
3个，高速，带17个
输入 

运算放大器 — 4个 3个 

精确的Vref — — 有 

电机控制子系统 

FlexPWM — 
2个 (每个有4个子
模块) 

2个 (每个有4个子
模块) 

ENC/QEI/QDC — 2个QEI 2个ENC 

事件生成器 — — 1个 (包括两个AOI) 

AOI — 2个 — 

SINC滤波器 — — 有 (三阶，5通道) 

定时器 

CTimer 5个32位 5个32位 5个32位 

SCTimer/PWM 1个32位或2个16位 1个32位或2个16位 1个32位或2个16位 

LPTimer — — 1个 

编码器 — — 1个 
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表1. MCX Nx4x和LPC55xx的总体比较（续） 
特性 LPC55S69 LPC55S36 MCX N947 

 频率测量定时器 1个 1个 1个 

多速率定时器(MRT) 4个 4个 1个 

窗口看门狗定时器 1个 1个 1个 

RTC RTC，无日历 RTC，有日历 RTC，有日历 

微型定时器 1个 1个 1个 

OS事件定时器 1个 1个 1个 

HMI 

数字PDM麦克风 无 单通道 – 最多可连
接2个MEMS 

支持最多连接4个
MEMS 

电容式触摸传感器接口(TSI) 无 无 
高达25个自通道，
以及多达8 TX ×  17 
RX 互电容通道 

GPIO 
HLQFP100上有64个
GPIO，HTQFP64上
有36个GPIO  

HLQFP100上有66个
GPIO，HTQFP64上
有39个GPIO  

VFBGA184上有高达
124个GPIO，P2和
P3上有100MHz IO 

操作详情 

内核降压DC-DC 有 有，1.8V至3.6V 有 

内核LDO 无 有，1.8V至3.6V 有 

VDD_VBAT引脚上的常开域 无 有，1.71V至3.6V 有 

工作电压 1.8V至3.6V 1.8V至3.6V 1.71V至3.6V 

IO 1.8V至3.6V 
VDDIO_1为1.8V至
3.6V，VDDIO_2为

1.08V至3.6V 

全性能时为1.71V至
3.6V，性能降低时
支持1.2V 

VHBM ±  2000V ±  2000V +-±  2000V 

VCDM ±  500V ±  500V ±  500V 

封装 

VFBGA184 — — 有 

HLQFP100 有 有 有 

VFBGA98 有 — — 

HTQFP64 有 有 — 

HVQFN48 — 有 — 
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3 系统模块比较 

3.1 存储器系统差异 
 

3.1.1 LPC55xx上的存储器系统 

表2. LPC55xx上的存储器系统 
存储器类型 起始地址 大小 MCU 注释 

内部闪存 0x0000 0000 高达640kB 全部LPC55xx — 

SRAM 0x2000 0000 高达272kB 全部LPC55xx CM33数据总线上的SRAM 

SRAM X 0x0400 0000 高达32kB 全部LPC55xx CM33代码总线上的SRAM X 

FlexSPI 0x0800 0000 高达128MB 仅LPC553x — 

启动ROM 0x0300 0000 高达192kB 全部LPC55xx 在CM33代码总线上 

 
3.1.2 MCX Nx4x上的存储器系统 

表3. MCX Nx4x上的存储器系统 
存储器类型 起始地址 大小 MCU 注释 

内部闪存 0x0000 0000 高达2MB 全部MCX Nx4x — 

SRAM 0x2000 0000 高达512kB，包括ECC 
RAM 

全部MCX Nx4x CM33数据总线上的SRAM 

SRAM X 0x0400 0000 96kB 全部MCX Nx4x CM33代码总线上的SRAM X 

FlexSPI 0x0800 0000 高达128MB 全部MCX Nx4x — 

启动ROM 0x0300 0000 256kB 全部MCX Nx4x 在CM33代码总线上 

 
3.1.3 存储器系统比较 

MCX Nx4x芯片上的存储器地址与LPC55xx系列兼容。 
 

3.2 时钟差异 

系统时钟模块为内核、存储器和外设（寄存器接口和外设时钟）提供时钟信号。 



AN14249 

应用笔记 
本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1版—2024年4月2日 
©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

7 / 21 

AN14249 
从LPC55xx到MCX Nx4x迁移指南 

恩智浦半导体 
 

 

 
 
 

3.2.1 LPC55xx的时钟图 

 

3.2.2 MCX Nx4x的时钟图 

MCX Nx4x系列为闪存、APB总线和其他域添加了SLOW时钟（1/4 CPU时钟）。LPC55xx系列没有这种时钟。 
 

3.2.3 时钟特性比较 
表4. MCX Nx4x和LPC55xx时钟特性的比较 
特性 MCX Nx4x LPC55xx 

最大内核频率 150MHz 150MHz 

PLL 2个PLL，高达550MHz 2个PLL，高达550MHz 

外部振荡器 16MHz至50MHz 
32.768kHz 

16MHz或32MHz 
32.768kHz 

内部FRO FRO：144MHz 
FRO：12MHz 
FRO：16kHz 

FRO：96/12MHz 
FRO：1MHz 
FRO：32kHz 

图1. LPC55xx的CPU、AHB和APB总线时钟图 

aaa- 055073 

111 

PLL0 settings 
 
PLL0 clock select 

PLL0CLKSEL[2:0] 

32k_osc 

  none 
011

 

pll0_clk 
PLL0 

fro_12m 

clk_in 
000

 

fro_1m 
001

 
010 

Main clock select B 

MAINCLKSELB[1:0] 

AHBCLKDIV Main clock select A 

MAINCLKSELA[1:0] 

(1): Synchronized multiplexer, see 

register descriptions for details 

to CPU0, 

CPU1, AHB bus, 

Sync APB, etc. 

System clock 

divider 

001 main_clk 

010 

111 (1) 

pll0_clk 

pll1_clk 

32k_osc 

10 

11 (1) 

01  
000

 

00 
fro_12m 

clk_in 

fro_1m 

fro_hf 

图2. MCX Nx4x的CPU、AHB和APB总线时钟图 

aaa-055074 
SLOWCLKDIV 

1/4 CPU clock 

slow_clk to flash memory APB bus, VSYS and 

VBAT domain peripherals' APB/IPS bus, and so on 1/4 

divider 

AHBCLKDIV 

Max CPU clock 
system_clk to CPU, AHB bus, sync APB, and so on CPU clock 

divider 

main_clk 
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4 外设模块比较 

4.1 更改的模块 
 

4.1.1 SYSCON 
整个SYSCON模块已更改，但其功能保持了一致。 

 
4.1.2 内部闪存 

整个Flash模块已更改，但其功能保持了一致。 
表5. 内部闪存比较 
特性 说明 MCXN LPC55xx 

闪存阵列 
• 语句 

它表示闪存中一次操作可编程的最小

部分。 
16字节 LPC55xx没有闪存语句， 

LPC55xx最小编程大小为
512字节。 

闪存阵列 
• 扇区 

它表示闪存中一次操作可擦除的最小

部分。 
8kB 最小擦除大小为512字节。 

闪存阵列 
• 页面 

它表示闪存中一次操作可编程的最大

部分。 
128字节 512字节 

闪存控制器 
• 预取缓冲区 

它预取下一个128位闪存位置。 16字节 — 

闪存控制器 
• 缓存 

闪存的缓存区存储已获取的数据。

如有需要，此代码可立即用于重复

执行，而无需任何等待状态。它是

一个一组四路相联的缓存，具有

128位（或16字节）大小的入口。 

64字节 — 

功能安全 
• Flash ECC 

 • 1位纠错。 
• 2位错误检测功能 

1位纠错 

功能安全 
• Flash ERM 

ERM提供有关内存ECC和奇偶校验错
误等事件的信息以及可选的中断通

知。 

报告ECC 2位错误 — 

功能安全 
• Flash EIM 

EIM提供了一种对内部存储器进行诊
断覆盖的方法。它使您能够在错误检

查机制中引入人为错误。 

• 1位错误注入 
• 2位错误注入 

— 

闪存性能 
• 访问频率 

由FCTRL[RWSC]或FLASHTIM配置 RWSC = 3时，150MHz/4 = 
37.5MHz。 

• FLASHTIM = 0xB时为
150MHz，此时闪存访问时
间为12个系统时钟周期。 
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表5. 内部闪存比较（续） 
特性 说明 MCXN LPC55xx 

   • FLASHTIM = 0x7时为
100MHz，此时闪存访问时
间为8个系统时钟周期。 

• FLASHTIM = 0x1时为
12MHz，此时闪存访问时间
为2个系统时钟周期。 

 
4.1.3 IOCON与PORT的比较 

MCX Nx4x使用PORT代替LPC55xx的IOCON，但其功能保持了一致。 
 

4.1.4 GPIO 
整个GPIO模块已更改，但其功能保持了一致。 

MCX Nx4x的GPIO在性能降低的前提下支持1.2V（仅适用于快速引脚）。 

MCX Nx4x的GPIO支持1.71V ~ 3.6V IO的供电范围。 

LPC553x支持两个主要IO供电：VDDIO_1为1.8V至3.6V，VDDIO_2为1.08V至3.6V。 

LPC556x仅支持1.8V至3.6V。 
 
4.1.5 实时日历（RTC） 

RTC模块已更改，但其功能保持了一致。 
 

4.1.6 低功耗定时器（LPTMR）和WKT 

LPC55xx系列集成了WKT，而MCX N系列具有LPTMR功能。LPTMR和WKT功能保持了一致。 

可以将LPTMR配置作为带有可选预分频器的时间计数器，或作为带有可选毛刺滤波器的脉冲计数器，在所有电源
模式下（包括低功耗模式）均适用。它仅在VSYS热复位时复位，因此可用作日基时间计数器。 

 
4.1.7 I3C 
MCX Nx4x上的I3C模块已更新，但其功能保持了一致。 

 
4.1.8 控制器局域网（CAN） 

LPC556x系列没有CAN模块。LPC553x和MCX Nx4x有CAN模块。 

整个CAN模块已更改，但其功能保持了一致。 两者都支持CAN2.0和CAN-FD。 
 

4.1.9 Flexcomm和LP_Flexcomm 

LPC55xx系列使用与USART、SPI、I2C和I2S串行外设相联的Flexcomm。 

MCX Nx4x系列使用与LPUART、LPSPI和LPI2C相联的LP_Flexcomm。 

整个UART模块已更改，但其功能保持了一致。 
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整个I2C模块已更改，但其功能保持了一致。 

整个SPI模块已更改，但其功能保持了一致。MCX Nx4x上的LPSPI支持4位模式，而LPC553x和LPC556x的SPI不
支持。 

 
4.1.10  I2S和串行音频接口（SAI） 

LPC55xx系列使用基于Flexcomm的I2S接口连接音频编解码器。MCX Nx4x使用SAI接口连接音频编解码器。I2S
和SAI功能保持了一致。 

 
4.1.11 DMIC和MICFIL 

LPC553x系列采用数字麦克风（DMIC）接口接收来自多个数字麦克风的脉冲密度调制（PDM）数据，并对其进
行处理以生成24位PCM数据。 

MCX Nx4x采用PDM麦克风接口（MICFIL）将音频从麦克风传送到处理器，适用于多种应用，如移动电话。由于
当前的数字音频系统使用多位音频信号（也称为多位PCM）来表示信号，因此该模块实现了所需的数字接口（一
系列滤波器），以可配置的输出采样率将PDM麦克风比特流转换为音频波段中的24位PCM信号。 

DMIC和MICFIL两者的功能都保持了一致。 
 

4.1.12  USB 

整个USB模块已更改，但其功能保持了一致。 
 

4.1.13  安全数字输入输出（SDIO） 

LPC553x系列没有集成SDIO。 

LPC556x系列有一个SDIO。在MCX Nx4x上，整个SDIO模块已更改，但其功能保持了一致。 
 

4.1.14  Semaphores2（SEMA42）和CPU间邮箱 

LPC55xx系列集成了CPU间邮箱，而MCX N系列具有SEMA42功能。SEMA42和CPU间邮箱功能保持了一致。 

SEMA42是一个内存映射模块，为在多核系统中实现信号量提供了所需的强大硬件支持，并提供一种简单的机制，
即可通过单次写入访问实现加锁和解锁操作。硬件信号量模块提供了硬件强制的门控以及其他与门控机制相关的

有用系统功能。 
 

4.1.15  直接存储器访问（DMA） 

整个DMA模块已更改，但其功能保持了一致。 
 

4.2 新模块 
 

4.2.1 内核模式控制器（CMC） 

LPC55xx系列没有集成CMC，但MCX N系列具有此功能。 

CMC通过不同的工作模式对CPU及相关逻辑提供排序。 
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4.2.2 中断监视器（INTM） 

LPC55xx系列没有集成INTM，但MCX N系列具有此功能。 

INTM提供了一种机制来监视响应中断请求的延迟，以确保这些关键中断的处理在预期的时间范围内执行，从而提
高设备的可靠性。 

 
4.2.3 错误注入模块（EIM） 
LPC55xx系列没有集成EIM，但MCX N系列具有此功能。 

EIM用于诊断的目的。它为内部存储器（如系统RAM、缓存RAM和外设存储器）的诊断覆盖提供了一种方法。要
确定此方法支持哪些功能安全特性，请参阅特定芯片的EIM信息。 

EIM使您能在系统的错误检查机制上诱发人为错误，例如RAM读取数据的ECC和奇偶校验位错误。对于芯片上EIM
支持的每个机制，EIM都能对适用目标总线中的数据注入单位和多位反转。在内存访问中注入故障可用于测试相关
系统的SEC-DED ECC功能。 

 
4.2.4 错误记录模块（ERM） 
LPC55xx系列没有集成ERM，但MCX N系列具有此功能。 

ERM提供与ECC和奇偶校验相关的内存错误事件的信息和可选的中断通知。ERM收集闪存、系统RAM或外设RAM
等存储器阵列的存储器访问中的错误事件。ERM支持存储器源的各种通道，其中每个ERM通道与不同的存储器模
块相关联。有关支持的存储器源和特定存储器通道分配的详细信息，请参阅特定芯片的ERM信息。如果存储器支
持ECC，ERM将在捕获错误事件的同时记录ERM综合征和错误地址信息。对于高速缓存或使用奇偶校验而非ECC
的存储器，ERM不会捕获它们的错误征状或错误地址信息。 

 
4.2.5 事件生成器（EVTG）与AOI 
LPC556x系列没有此功能。LPC553x系列集成了AOI。而MCX N系列集成了EVTG。  

EVTG包括两部分： 
• 两个AND/OR/INVERT（称为AOI）模块。 
• 一个可配置的触发器 

它支持生成可配置数量的事件信号。两个AOI组合表达式共享四个相关的EVTG输入：An、Bn、Cn和Dn。可以配
置触发器，使这两个表达式用作复位端口、设置端口或D端口、CLK端口，或者在触发器旁路的情况下直通EVTG
输出。 

该模块是一个从外设模块——连接来自不同芯片模块的事件输入指示器，并生成事件输出信号，可以将这些信号

路由到外设间的交叉开关或其他外设。可以通过标准IPS（天蓝色）从接口访问其编程模型。EVTG对于集成的AOI
功能和各种翻转变化是可配置的。 

 
4.2.6 神经处理单元（NPU） 
LPC55xx系列没有集成NPU，但MCX N系列具有此功能。  

NPU专用于加速机器学习算法。 
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NPU是一个可配置的架构，包含三个方面： 
• 权重解码 
• 计算引擎 
• 数据画布 

 
4.2.7 外部看门狗监视器（EWM） 

LPC55xx系列没有集成EWM，但MCX N系列具有此功能。 

为了安全起见，设计了一个冗余的看门狗系统EWM来监视外部电路和MCU软件流程。这为复位MCU的CPU和外
设的内部看门狗提供了一个备份机制。 

内部看门狗用于监视MCU内部的嵌入式软件的流程和执行。它由一个计数器组成，如果允许溢出，该计数器会强
制对所有片上的外设进行内部和异步复位。计数器还可以选择置位RESET_B引脚以复位外部器件和电路。如果软

件代码运行良好，并且能够喂狗以重启实际计数器，则看门狗计数器不应溢出。 

EWM不会复位MCU的CPU和外设，这使得它与内部看门狗不同。 
 

4.2.8 14位DAC和12位DAC 

LPC556x系列没有集成DAC。 

LPC553x有三个12位1Msps DAC模块，分别为DAC0、DAC1和DAC2，均配备兼容的DAC控制器。 

MCX Nx4x有两个12位1Msps DAC模块，分别为DAC0和DAC1，均配备兼容的DAC控制器。 

MCX Nx4x还有一个14位10Msps DAC模块DAC2，配备了兼容的DAC控制器。 
 

4.2.9 SINC滤波器 
LPC55xx系列没有集成SINC滤波器，但MCX N系列具有此功能。 

SINC将外部ADC sigma-delta调制器的比特流转换为数据流。这些转换器基于： 
• 最高3阶SINC数字抽取滤波器，支持FastSinc。 
• 最大可选过采样比（OSR）为2048。 

可以将SINC功能与更多基于软件的滤波功能相结合。 
 

4.2.10 触摸传感器接口（TSI） 
LPC55xx系列没有集成TSI，但MCX N系列具有此功能。 

TSI可对电容式触摸传感器进行触摸感应检测。外部电容式触摸传感器通常形成在印刷电路板（PCB）上，传感器
电极通过芯片中的I/O引脚连接到TSI输入通道。TSI模块以切换/集成方式运行，以实现低功耗、高灵敏度和先进的
电磁兼容性（EMC）稳健性。 

该模块支持： 
• 自电容模式：在此模式下，对于每个触摸传感器TSI只需要一个引脚。 
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• 互电容模式：在此模式下，TSI以各种不同的TX-RX配置使用电容式触摸矩阵进行感应。对于每条TX和RX引线，
TSI都需要一个引脚。 

TSI完全支持基于SDK的恩智浦触摸库，该库为触摸键盘、旋转器和滑条的实现提供了可靠的电容式测量模块。 
 

4.2.11 FlexIO 
LPC55xx系列没有集成FlexIO，但MCX N系列具有此功能。 

FlexIO模块最早在飞思卡尔Kinetis KL43系列中引入。它可以模拟各种串行通信协议，包括UART、SPI和I2C。
FlexIO模块非常灵活，可以根据通信需求进行配置。FlexIO模块的主要组件是移位器、定时器和引脚。数据被加
载到移位器上，分配一个定时器来生成移位器时钟，并使用引脚从移位器输出数据。 

 
4.2.12 以太网 
LPC55xx系列没有集成以太网。MCX N系列有一个以太网QoS模块，即ENET0。 

以太网模块使主机能够按照IEEE 802.3-2008标准通过以太网发送和接收数据。以太网接口包含一个功能齐全的
10Mbps或100Mbps以太网媒体访问控制器（MAC），旨在通过使用DMA硬件加速来提供优化的性能。 

 
4.2.13 USBDCD 
LPC55xx系列没有集成USBDCD功能，但MCX N系列具有此功能。  

USBDCD与USB收发器协同工作，检测USB设备是否连接到充电端口，无论是专用充电端口（DCP）还是充电下
行端口（CDP）。系统软件协调模块的检测活动，并控制执行电池充电的片外集成电路。 

 
4.2.14 EMVSIM 
LPC55xx系列没有集成EMVSIM。MCX N系列有两个EMVSIM模块实例，即EMVSIM0和EMVSIM1。 

EMVSIM可达成与符合这些标准的智能卡的通信： 
• EMV v4.3 (Book 1) 
• ISO/IEC 7816-3 

 
4.2.15 SmartDMA 
在官方文档中，LPC55xx系列没有集成SmartDMA。MCX N系列有一个SmartDMA。 

SmartDMA是一个支持独特精简指令集的内核。其工作方式类似于Arm内核。作为AHB矩阵的控制器，SmartDMA
可以访问： 
• 所有目标。 

GPIO外设的控制和数据寄存器。 

SmartDMA的目的是执行事件驱动和I/O驱动的处理，以减轻系统中的Arm处理器的负担。 
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4.2.16 Coolflux BSP32 

LPC55xx 系列没有集成Coolflux BSP32。MCX N系列有一个Coolflux BSP32协处理器。 

CoolFlux BSP32是一款可编程的数字信号处理器，其中BSP代表基带信号处理器（Baseband Signal 
Processor），32表示它具有32位数据通道和32位数据存储器。它是一款基于超低功耗CoolFlux架构的双哈佛结
构、双乘法器处理器。它支持16位和32位标量运算，以及复杂的和SIMD运算及数据类型。CoolFlux BSP32可完全
使用C语言进行编程，并配备一个优化编译器和工具套件。 

 
5 启动模式 

5.1 串行下载器模式 
MCX Nx4x和LPC55xx芯片都具有串行下载器模式功能。串行下载器提供了一种通过USB或UART串行连接将程序
映像下载到芯片的方法。在该模式下，主机PC可以使用串行下载协议与ROM引导加载程序进行通信。可以使用
blhost工具来运行串行下载器。串行下载器工具在批量生产中非常有用。 

 
5.2 串行下载器模式 
表6. 启动设备比较 
— 启动设备 说明 

MCX Nx4x 内部闪存 
通过FlexSPI的串行Nor闪存 
通过FlexSPI的串行Nand闪存 

 

LPC553x 内部闪存 
通过FlexSPI的串行Nor闪存 
通过FlexSPI的串行Nand闪存 

 

LPC556x 内部闪存 大多数LPC55xx芯片仅支持从内部闪存启动。
LPC55xx具有串行闪存恢复启动功能。 

有关MCX Nx4x启动的更多信息，请参阅芯片参考手册。 
 

6 开发环境和工具 

6.1 软件支持包和工具 

表7. 软件支持包和工具的比较 
 MCX Nx4x LPC55xx 说明 

SDK MCUXpresso SDK MCUXpresso SDK 提供MCX N4x4和LPC55xx芯片的驱动程序和
示例。 

IDE IAR 
KEIL 
MCUXpresso 
GCC 
visual studio代码 

IAR 
KEIL 
MCUXpresso 
GCC 
visual studio代码 

提供开发IDE进行编程、编译、调试和下载。 

调试工具 J-Link J-Link 用于调试芯片上的软件。 
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表7. 软件支持包和工具的比较（续） 
 MCX Nx4x LPC55xx 说明 

 ULINK2 
DAP-Link 
MCU-
Link 

ULINK2 
DAP-Link 
MCU-
Link 

 

串行下载工具 blhost.exe blhost.exe 与MFG工具一样，它可使用串行下载器直接将
映像烧录到启动设备。 

映像工具 elftosb.exe elftosb.exe 用于生成可启动映像，包括签名或加密映像。 

 

7 硬件设计 

7.1 电源 
 

7.1.1 MCX Nx4x芯片上的电源 

MCX Nx4x支持两种供电模式：高效节能供电模式和低成本供电配置。 

图3展示了芯片供电的高效节能配置。此配置使用片上DCDC_CORE开关稳压器高效地为VDD_CORE供电。 
 

图3. MCX Nx4x高效节能原理图 
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图4展示了芯片电源的低成本配置。此配置使用片上LDO_CORE稳压器来节省成本，并省去了DCDC_CORE稳压器

所需的无源元器件。 

对于VDD_DCDC具有独立引脚的封装，可以用一个10-kΩ电阻将VDD_DCDC和DCDC_LX连接到地（GND）来禁用
DCDC。软件也必须禁用DCDC。 

对于VDD_DCDC和VDD_LDO_SYS共用封装引脚的封装，要禁用DCDC，需使DCDC_LX浮空，并在软件中禁用

DCDC。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 LPC55xx芯片的电源 

除了LPC553x外，所有LPC55xx系列均支持内部DC-DC转换器供电模式。 

LPC553x支持内部DC-DC转换器供电模式和内部LDO供电模式。 
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图4. MCX Nx4x低成本原理图 
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7.2 振荡器设计 
表8. 振荡器设计 
 MCX Nx4x LPC55xx 

振荡器设计 

支持16MHz至50MHz的外部振荡器范围 支持16MHz至32MHz的外部振荡器范围。 
支持软件可配置电容器组。 

支持外部32.768kHz振荡器（OSC32k） 
OSC32k支持软件可配置电容器组。 

支持外部32.768kHz振荡器。 
支持软件可配置电容器组。 

注：在LPC5500系列上，只有特定频率（16MHz）可与USB ISP配合使用。如果在MCX Nx4x上使用非默认
（24MHz）晶振，USB ISP必须在CMPA中配置时钟频率。 

 

7.3 唤醒时间 
表9. 唤醒时间的比较 
 睡眠 深度睡眠 掉电 深度掉电 

LPC553x 3.2μS 76μS 405μS 2.9mS 

 
  

图5. 使用内部DC-DC转换器（高效节能） 
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图6. 使用内部LDO（低成本） 
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表9. 唤醒时间的比较（续） 

 睡眠 深度睡眠 掉电 深度掉电 

LPC556x 0.5μS 64μS 346μS 4.6mS 

MCX Nx4x 0.22μS 8.7μS 9.8μS 5.3mS 

 
7.4 封装/引脚差异 

MCX Nx4x器件提供100HLQFP封装和184VFBGA封装。 

LPC553x器件提供48HVQFN封装和100HLQFP封装。 

LPC556x器件提供64HTQFP封装、98VFBGA封装和100HLQFP封装。 

封装图纸可在数据手册中找到。 
 

7.5 最小系统要求 
从LPC55xx迁移到MCX Nx4x时，需要考虑一些额外的硬件因素。 

虽然LPC55xx和MCX Nx4x器件对于最小系统有着相似的复位、ISP和调试电路，但对于供电电路，在DC-DC模式
下，元器件的值是不同的。 

 
8 结论 

本文描述了MCX Nx4x与LPC55xx芯片之间的差异。从LPC55xx迁移到MCX Nx4x芯片时，请考虑本文中所述的
差异。 

 
9 参考资料 

• MCXNx4x硬件设计指南（文档UG10092） 
• MCXNx4x/Nx3x上的DCDC转换器的使用（文档AN14185） 
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